
まえがき＝アルミニウム並びにアルミニウム合金は，軽

ム』の製造を可能とした。本加工法は当社の独自技術で
あり，ユーザからも高く評価されている。
　半導体デバイスの高集積化により，腐食性ガス・プラ
ズマ環境下における反応容器部材には高耐食性が要求さ
れ，1993 年ごろから部材の表面改質技術の検討を開始し
た。1993 翩late）からコンピュータより版に直接焼付けるCTP版
（Computer To Plate）に切替わりつつある。
　印刷版は，アルミニウム板（JIS A 1050 － H18，0.3mm
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表面機能



厚前後）を，前処理，粗面化，陽極酸化，親水化処理，
感光膜形成の工程にて製造される1）。良好な印刷特性
（耐刷性，保水性，耐汚れ性）を得るためには，板及び
素材品質ともに適正な特性の付与が必要である。写真 1
に，印刷特性において最も重要な表面機能特性である，
電解エッチング後の粗面及び陽極酸化皮膜の断面を示
す。素材開発の中心は，高い電解効率で印刷性能に対応
した適正なピット形状・分布の粗面が得られること，適
正な硬さや皮膜構造を有する陽極酸化皮膜が得られるこ
とである。
1．2　アルミニウ∵

とし裸の伴品質沟

めに る頻ンガ の腿 音性よも ~ ∵
すょ印搾汚アは たやむ な表麺 さ 斲　な解香適
性アウ さ れ必要ぇある。









　次に，ノートパソコンに搭載されるスリム型CD-ROM
や液晶パネルなど，軽さが必要とされる電子機器関連の


